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京东方玻璃基载板量产路线图与竞争格局分析

摘要
· 京东方玻璃基载板量产规划：2026年底启动量产线评估，2027年上半年 完成设备下单，目标2028年Q2末实现量产。
● 竞争格局：Intel   技术领先(11层铜层)但仅自用；群创(7层)对接英 伟达2027年底量产；三星已达11层；京东方目前约7-8层，同步国内核 心客户(华为)进度。
● 市场规模：算力类应用为最大市场，预计月需求50万片，单unit  售价  1,000-1,200元，整体规模达数百亿元；车载与射频类2028年率先量产， 规模约数十亿元。
●核心技术瓶颈：多层镀铜产生的内部应力易导致玻璃碎裂，需康宁等供应 商改良玻璃机械性能；TGV 打孔技术已基本成熟，采用激光诱导刻蚀方案。
· 供应链现状：康宁产品可支持11层堆叠，为目前首选；国产供应商凯盛、 彩虹目前仅能支持3-4层，目标2028年实现7层产品稳定供应。
● 成本与定价：510mmx515mm 母板目标价国产500-600元/康宁800-1,000  元；成品高溢价源于电镀等后端工艺及昂贵设备折旧，单片基板有效价值 约2万元。





Q&A

京东方近期与康宁签署了关于玻璃基板合作的备忘录，此前京东方也曾投资约 十亿元于类似项目，请问此次合作的背景、后续项目开展的进度规划以及最终 的落地节奏是怎样的?
目前与康宁签署的是一份MOU ( 合作备忘录),主要合作范围框定在玻璃基载板、 CPO、钙钛矿以及UTG ( 超薄玻璃)等几个领域。针对玻璃基载板，目前已与部  分客户的部分产品完成了一些打样工作。根据规划，计划在2026年年底至2027 年年初陆续启动量产线的评估。由于设备交期较长，相关的设备评估和下单工作 预计将在2027年上半年陆续完成。量产线的规划目标是在2028年二季度末，即 六、七月份实现量产。

从行业竞争格局来看，与京东方存在对标或竞争关系的企业目前进展如何?此 外，从下游客户的角度看，他们批量化应用玻璃基板的大致进度是怎样的?
在玻璃基载板领域，目前全球范围内进展最快的是Intel 。Intel      的产品技术较 为领先，能够制造十一层铜层的玻璃基板，而我们目前大约能做到七八层。Intel     还在研发二十多层的产品，但其研发主要服务于自身产品需求，目前没有对外销 售的计划。Intel   内部产品应用该技术的时间点预计将推迟至2029年之后，节  奏有所放缓。另一家是台湾的群创，其进展与我们大致相当，能量产七层左右的 产品，但在十一层以上的产品研发上同样面临挑战。群创主要与北美客户合作紧 密，例如英伟达。根据英伟达的要求，其量产时间节点预计在2027年年底，但 这指的是七层左右产品的量产，尚不能满足如H200后续升级版的需求。台湾的 友达在该领域进展稍慢，其主要与英伟达合作 CPO技术，而在玻璃基载板方面， 目前主要在台湾本地寻找一些规模较小的客户。三星的进展也比较快，据称已能 量产十一层产品，但与Intel   类似，其产品主要供内部使用，暂不对外销售。大 陆的美维公司则与苹果公司在玻璃基载板方面有合作，但由于苹果对此项技术持 较为稳健的态度，将其视为技术储备，因此美维的进度相对偏慢，量产规划大约 在2030年前后。


国内终端客户，例如华为，对玻璃基板的接受程度和研发进度如何? 京东方目 前是否主要与国内客户对接?
国内最大的需求来源确实是您提到的那家公司，我们目前的进展基本就是同步他 们的进展。我们主要是在与这家国内客户进行对接。同时，我们也有一些海外客 户，分布在新加坡、日本等地，以及其他几家大陆公司。但从能够形成规模并真 正在2028年至2030年间实现大批量应用的客户来看，主要就是前述提及的那家 国内公司，其他客户的进度相对较慢。

假设玻璃基板在2028年或2029年开始应用，其市场需求量级大概是怎样的? 不同应用领域的需求规模和价格水平有何差异?
根据测算，玻璃基板的需求主要来自几个领域。最大的市场规模将由算力类应用 带来，预计该领域对玻璃基板的月投入量需求可达到50万片。 一片大板根据规  格不同，平均可切割成约20个unit 。目前算力类产品的成本较高，一个小的unit    售价可能在2000多元，未来随着技术成熟，客户可接受的价格范围预计在1,000 至1,200元左右。算力类产品对技术要求高，其量产时间点可能在2029年下半 年或2030年前。最先有望实现量产的是车载类和射频类应用。射频类主要用于 基站，预计到2028年可实现量产，届时仅大陆市场的月投入量需求约为4万片， 其unit   单价未来预计在500至600元。车载类应用，用于承载PMIC、ASIC等芯 片，仅大陆市场的月投入量需求预计有十几万片，其单价水平与射频类相近，也 在500至600元。总体来看，不计算算力应用，车载与射频两块市场规模约为几 十亿元级别；若将算力应用包含在内，整体市场规模将达到数百亿元的水平。

您提到的玻璃基板“片”的具体规格是怎样的?
玻璃基板的规格取决于其承载的前端封装好的芯片尺寸。基板的尺寸通常会比封  装好的芯片每边大一到两厘米。目前市场上封装好的芯片主流尺寸规格包括6x6、 8x8 、10x10 、12x12 、15x15厘米等。我们对应的基板产品规格则为8x8 、10x10 、 12x12 、16x16 厘米等。由于客户需求多样，在进行市场估算时，我们通常以需   求量相对较多的10x10 厘米规格为基准进行测算，这种规格的一片大板大约可以  切割出25个unit。

如何基于单片玻璃基板可切割成25个unit 的假设来计算其价值?这个价值估算 是否已将堆叠层数纳入考量?
按照一片玻璃基板切割25个unit  来计算，若以每个unit  约1,000元为基准， 单片基板的理论价值约为25,000元。在实际计算中，需要考虑良率因素，因此 一片基板的有效价值可能在20,000元左右。此估算是基于行业内最常用的九层 堆叠结构。如果未来技术发展到十一层，单个unit   的价格预计将升至
1,400-1,500元；而对于七层的结构，价格则可能在600-800元之间。价值的核 心驱动因素最终取决于GPU 算力的需求变化。

从接收上游的玻璃原材料到交付封装基板的整个生产工艺流程是怎样的?
整体工艺流程始于获取康宁等供应商提供的白玻璃。首先，使用激光诱导刻蚀设 备在玻璃上钻孔。钻孔后，在孔内填充一层材料，目前该材料仍在多种方案中尝 试与选择。接着，通过PVD ( 物理气相沉积)工艺镀上一层薄的铜作为种子层。 完成种子层后，先敷上一层PI  ( 聚酰亚胺)膜，其作用类似于光刻胶，然后进  行曝光、刻蚀、显影等一系列半导体和显示行业通用的工序，形成铜线路的雏形。 随后，在没有铜线的区域再次铺设PI  膜，并重复曝光、刻蚀、显影流程，利用 PI 膜将铜线隔离出沟槽。此时，基板进入电镀环节，利用已有的种子铜层作为  基础，通过电镀加厚铜层。由于工艺要求铜层非常厚，电镀是唯一可行的方法。 电镀完成后，使用去胶设备移除夹层中的PI 膜，再敷设一层新的PI 膜作为绝缘 层。以上构成了一层结构的完整流程。对于多层结构，例如九层或十一层，是指 在玻璃的上下表面分别重复执行上述流程九次或十一次。整个过程中还包含了湿 法刻蚀、产品检测以及为解决玻璃翘曲问题而使用的退火加热等辅助工序。


在当前的玻璃基板生产工艺中，哪些环节是主要的瓶颈，哪些环节已相对成熟?
目前最大的技术瓶颈在于玻璃本身。在多层镀铜和刻蚀过程中，厚铜层会产生巨  大的内部应力，层数越多应力越大。这种应力反复作用于玻璃，极易导致其碎裂。 由于铜层厚度无法缩减，因此必须依赖玻璃供应商(如康宁)改善玻璃的机械性 能。其次，在第一层铜与玻璃之间添加的缓冲层( buffer      layer) 材料选择也是 一个挑战，需要通过大量的实验设计来最终确定，这需要时间。此外，铜电镀设 备也存在一些技术难点，理想状态下铜层应与玻璃表面呈90度垂直生长，但目

前工艺难以实现完全垂直，会存在一定角度。这种不垂直会导致多层堆叠时线路 无法完全对齐，进而产生寄生电容等问题，影响电流传输效率。尽管存在这些技 术难题，但预计在2028年量产前能够得到解决。

TGV(玻璃通孔)的打孔技术目前是否已经成熟?
TGV 打孔技术目前已基本成熟。通过采用激光诱导刻蚀技术，替代了早期的激光 直接钻孔，有效解决了相关工艺问题。目前使用的帝尔激光等公司的设备表现良 好，其钻孔效果能够满足现阶段的生产要求。

玻璃基板的材料成分与TGV打孔工艺中使用的刻蚀液之间是否存在关联?如果
未来玻璃配方持续迭代，是否会对刻蚀工艺带来挑战?
玻璃的材料成分与刻蚀液确实存在密切关联。玻璃的性能并非越刚硬越好，它需 要在一定硬度以支撑制程操作的同时，具备足够的韧性来吸收铜层产生的内部应 力，从而防止碎裂。这需要玻璃厂商通过调整配方，如掺杂硼或其他微量元素来 实现。激光诱导刻蚀工艺分为两步：首先用激光对特定位置的玻璃进行改性，然 后使用化学药水将改性后的玻璃部分刻蚀掉，而未改性的部分则不受影响。因此， 一旦玻璃配方发生改变，理论上所用的化学药水也需要相应调整。这确实存在一 定的未知风险，因为玻璃厂商和化学药水厂商都不会公开其核心配方。我们只能 通过反复试验，将新配方的玻璃与不同药水进行匹配测试，以找到最佳组合。不 过，根据目前与江化微等药水供应商的合作测试经验，现有药水对多种不同性质 的玻璃都表现出良好的适应性。因此，即使未来玻璃配方有调整，预计调整幅度 不会太大，更换药水不至于构成重大的技术瓶颈。


除了与康宁合作外，是否与其他国内外玻璃供应商进行过合作?他们的产品表 现如何?
我们与多家国内外玻璃供应商都进行过测试合作，包括德国的肖特、日本的旭硝 子，以及国内的凯盛、彩虹、东旭、泰玻等。测试结果显示，部分国内厂商如泰 玻的产品在敷设一层铜后即出现破裂，性能与目标要求差距过大，已放弃合作。 凯盛的产品目前可以承受三至四层较厚铜层的应力，但无法承受五层。彩虹的情 况与凯盛类似，能做到三至四层，后续我们会提供支持帮助其改进。东旭的产品 性能略好于泰玻，但做到两层左右也会碎裂。总体而言，肖特和旭硝子的产品性 能优于国产品牌，但仍不及康宁。

康宁玻璃基板目前能支持多少层堆叠? 与未来的技术目标相比情况如何?
我们的第一阶段目标是实现十一层堆叠，而远期目标可能需要达到二十至三十层。 目前，康宁的玻璃基板能够满足十一层的要求。但在测试中发现，即使玻璃没有   完全碎裂，其内部也已产生微小裂纹，表明存在风险。因此，我们仍在推动康宁

进一步改进其玻璃性能。


公司与旗滨集团在玻璃基板方面的合作进展如何?
我们与旗滨集团进行过交流，并对其提供的一小块玻璃样品在研发产线上进行了 初步试验。该试验未涉及正式的大尺寸玻璃，仅在小尺寸玻璃上进行，理论上小 尺寸玻璃更不易开裂。然而，试验结果不理想，样品未能通过测试，因此后续没 有进入大尺寸玻璃的试验阶段。


公司对玻璃基板供应商的筛选测试主要集中在哪个时间段?目前国产供应商的 合作格局是怎样的?
针对前期供应商的筛选测试主要集中在2024年上半年。由于测试需要投入成本， 我们无法对所有供应商都进行深入测试。对于初期测试中表现不佳的供应商，我 们便不再继续投入资源。经过筛选，目前我们合作的国产玻璃基板供应商主要集 中在彩虹和凯盛这两家。

公司使用的玻璃母板规格是多大?其价格以及未来目标价格分别是多少?
我们使用的玻璃母板规格为510mm x 515mm。目前，这种规格的玻璃白板采购价 格约为每片2000多元人民币。由于当前仍处于试验阶段，产量不大，尚无法精 确核算物料清单成本。根据与供应商的商议，未来的目标价格是：国产玻璃母板 预计降至每片500至600元人民币，而康宁的产品价格预计在每片800至1,000 元人民币左右。


公司目前使用的玻璃基板厚度是多少?在工艺上是否需要进行减薄处理?
目前最常使用的玻璃基板厚度为0.6mm, 同时也在研发更厚或更薄的规格。我们 当前采用的工艺路线与Intel   不同，不需要对玻璃基板进行化学机械抛光减薄。 玻璃基板在经过多层铜层加工后，成品厚度会增加，这有助于提升最终产品的散 热效果。相较之下，Intel    的工艺路线在加工后需要通过CMP 设备对玻璃进行减 薄，以暴露铜制线路或焊盘用于后续连接。我们选择的路线是直接使用原始厚度 的玻璃进行加工。

对于满足未来如13层或15层以上多层数载板需求的玻璃基板，供应商的研发 进度和目标时间点是怎样的?
我们设定的第一个关键时间点是2027年Q3, 届时供应商需要基本解决大部分技 术问题，使其玻璃基板能够满足13层产品的生产要求。根据康宁的承诺，达成 此目标问题不大。最终的量产目标是，玻璃基板至少要能支持15层以上产品的 稳定生产。尽管这些规划基于当前认知和经验，存在一定的不确定性，但主要供

应商已给出相应承诺。


国产供应商凯盛和彩虹在满足公司未来量产需求方面的研发进展如何?
国产供应商的目标是配合我们2028年的量产计划。我们量产初期将从7层产品 开始，而他们目前在生产5层产品上仍面临挑战。根据他们的反馈，到2028年 量产时，供应7层产品将没有问题。我们认为，利用未来一年半到两年的时间， 他们解决相关技术问题的可能性很大。即使进度稍有延迟，到2028年年中实现 稳定供应也是可以接受的。

7层玻璃基板主要应用于哪些领域?
7层玻璃基板目前主要应用于车载产品以及基站射频模块。


玻璃基板原材料成本与最终成品价值差异巨大的原因是什么?
最终成品的高价值主要源于其复杂的生产过程和高昂的设备投入，而非玻璃原材 料本身。生产过程中涉及的电镀等工序需要使用价格数千万甚至上亿元的设备， 同时还需要采购各种靶材、化学药品等原材料，这些构成了主要的成本。玻璃基 板的定价存在参照体系，即显示行业用玻璃。虽然我们对性能要求更高，但其价 格是在显示玻璃的基础上溢价形成的，已经是相对较高的水平。因此，大量的成 本产生在后端的工艺制造和设备折旧摊销环节。


与UTG (超薄柔性玻璃)相比，用于载板的玻璃基板在研发难度上有何不同?
两者研发方向不同。UTG的核心要求是“柔”,追求更薄的厚度和更小的弯曲半 径，其研发方向是单一的。而用于载板的玻璃基板则面临一个矛盾的需求：既需 要具备一定的应力吸收能力，又要保持足够的刚性。这就要求在配方研发上寻找 更优的解决方案。因此，载板用玻璃基板的初期研发难度更大。不过，一旦配方 实现突破，其后续大规模量产的成本可以较快地降低。

公司是否会定期向凯盛和彩虹获取样品进行测试?
是的，我们持续要求这两家国产供应商进行产品改进。随着他们不断改进，我们 也会持续地对他们提供的新样品进行测试，这项工作一直在进行中。
